B&DP

electronic print Limited & Co. KG

“t.-q

R

Standard-Lagenaufbau-Multilayer fr Leiterplatten im Pool
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6-Lagen Aufbau
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Innerhalb unseres Non-Pooling-Services On demand kdnnen Kunden ihren Leiterplatten-Aufbau individuell gestalten, wobei
Kombinationen von FR4 und Rogers Material mdglich sind. Wenn die Stérke des Dielektrikums fiir die Impedanzkontrolle von
Bedeutung ist, sollte das entsprechende Dielektrikum mit einer Zahlenangabe genau spezifiziert werden. Dies ist notwendig, da die

endgultige Dicke der Prepreg-Lagen von den Kupferlagen oben und unten abhéngig ist.

Geben Sie bitte auch bei einem ungefahren Leiterplatten-Aufbau um die Mittelachse der Platine sowohl das Material als auch
die Stéarke der Kupferfolie an. Bitte achten Sie auf einen symmetrischen Aufbau der Signal- und Potenzial-Lagen.
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Maximale GroRe einer Leiterplatte

Pooling: 425 x 425

Non-Pooling: grofere Leiterplatten sind méglich; bitte kontaktieren Sie anfrage@electronicprint.eu.

Abweichende Kupfer- und Platinen-Starke bei fertigen Leiterplatten
Die Abweichungen der Platinen-Stérke kdnnen +/- 10%, maximal 0,18 mm betragen.

Um die allgemeine Dicke einer Leiterplatte zu berechnen, messen Sie bitte die Starke der Kupferfolie in einem kupferfreien Bereich.
Ziehen Sie davon die Dicke des Loétstopplacks, falls vorhanden, ab. Dann addieren Sie dazu die Kupferstarke. Bei einer ein-lagigen
Platine ist dies die Dicke der Kupferfolie.

Bei einer zwei-lagigen Leiterplatte ist die Kupferstarke der AulRenlage die Summe der Kupferfolie und der Metallisierungsstérke. Die
Dicke der Metallisierungsschicht variiert von 30 — 50 Mikron und hangt von der Dichte und der Kupferstruktur ab.

Bei einem Multilayer ist die Kupferstarke der Innenlage die Dicke der benétigten Kupferfolie.

Bitte beachten Sie, dass die minimalen LB-Breiten und Isolierabstdnde sowie die minimalen Restringe der Platinen von der bendtigten
Kupferfolie abhéngen. Je dicker die Basisfolie ist, desto schwieriger ist es, feine Strukturen zu &tzen. Sie finden die minimalen Werte,
die wir entsprechend der Kupferstarke produzieren kénnen.



